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1. 中華民國電子零件認證委員會活動
國外
(1) IECQ總部將於2020年5月18日至20日在新北市板橋區舉辦「IECQ 3-DAY HSPM TRAINING WORKSHOP」，如有需要參加者可與IECQ總部負責人員報名或向本會索取聯絡方式。
國內
(1) IECQ汽車電子品質認可(Automotive Qualification Program, AQP)的程序規章(IECQ 03-3-2)於2013年公布之後，國內已陸續發出四項系列產品的認可證書。IECQ AQP是第三者產品認可，完成步驟及文件準備除了依據IECQ 03-3-2程序規章之外，可靠性試驗可依據AEC Q100系列或AEC Q200的汽車產業標準、汽車產業之客戶所指定的標準、其他國際或國家標準、及廠商標準，試驗完成符合標準之要求後，公司及認可產品將公布於IECQ網站，以利產品的推廣，如欲進一步說明歡迎與本會聯絡。
2. 布局5G商機 2020上半年之前是黃金時期
資料來源： 新電子
2019年拉開5G時代的序幕，2020年5G預計將進入高速發展期，從技術標準、5G釋照進度、電信業者商轉、5G關鍵零組件發展、5G手機出貨趨勢等來觀察，5G雖然還沒進入一般消費者的生活，但是5G已經升級成國家競爭力戰略的一環，政府與產業都在積極布局，最激烈的角力戰其實就是現在，2020年下半年以後，許多基礎建設與方案選擇都將塵埃落定，順利卡位的廠商將享受第一波5G超額利潤紅利。
鴻海董事長劉楊偉日前發表演說指出，5G是科技地位爭奪戰，也是國家競技賽，5G將重構整個產業鏈，這是新科技的影響，不能避免，製造業必須開拓新商業模式。研究機構IHS Markit研究報告指出，2035年全球5G產值達12.3兆美元，台灣可掌握的價值鏈可望達1,340億美元，創造將近51萬個就業機會。而5G行動通訊，能為台灣業者帶來600億美元產值，其中348億美元是出口。

而在技術標準部分，繼3GPP R15之後，更完整的5G規範R16，預計將於2020年初釋出，工研院產科國際所產業分析師陳梅鈴解釋，R15是初版5G標準，主要目的是提供早期5G商業部署；R16協助5G規範更為完整，並將提供給聯合國國際電信聯盟(ITU)作為IMT-2020技術候選，2020年5G技術標準將更加完備，有助於商轉推動。

釋照部分，包括韓國、美國、英國、西班牙、義大利、芬蘭、瑞士、奧地利、德國等都已經完成釋照，2020年將有更多國家進行5G釋照，並著手推動商轉，根據GSA統計，全球已有296個電信業者投入5G網路建置，2020年更多國家地區完成釋照，原先的實驗網路會轉成商業網路，對於5G基礎建設如基地台、核心網路伺服器等設備的需求將正式引爆。

研究機構Strategy Analytics估計，2019年售出的手機中只有不到1%是5G手機，但到2020年，5G手機市占率將成長至近10%。2019年韓國市場大力推動，刺激三星5G手機下半年出現強勁銷售，並透過擴大在美國等5G市場的市占，因此三星已成功在5G手機取得領先。LG、華為、OPPO、vivo和小米在2020年將急起直追，Strategy Analytics認為，包括蘋果在內的所有主要智慧手機供應商都在開發5G手機，並將在2020年推出更多設備。

在5G手機關鍵零組件基頻晶片部分，Strategy Analytics解釋，高通、海思、聯發科、三星和英特爾在2019年第二季占據全球蜂巢式基頻處理器市場的前五名。高通2019年第二季市占率約43%、海思(HiSilicon)15%、聯發科則為14%。2020年5G手機的出貨量將突破億支大關，預計引發5G手機晶片第一波卡位肉搏戰，能在這波需求取得良好市場位置，也等於拿下未來2~3的產業商機。

3. 美諮詢公司最新報告：在這些重要領域，區塊鏈將具顛覆力
資料來源：華強電子網
外媒稱，波士頓諮詢公司(BCG)最新發佈的報告指出，區塊鏈技術具有多方參與、複雜交易、敏感資訊傳輸、對監管高度透明等四方面特有的價值，因而在金融行業的應用中，對不同的金融機構也就有了不同的顛覆能力。

路透社10月30日報導，該份名為《金融+區塊鏈：走出喧囂》的報告並指出，區塊鏈技術對於仲介型金融機構的顛覆力更強，對產品提供型金融機構則帶來鏈式和點狀的優化。在顛覆力度方面從強到弱依次是支付、銀行、證券、保險。

以下是報告有關區塊鏈在金融行業應用及前景的主要內容：
在支付方面，區塊鏈技術在跨境支付領域的應用，解決了國際銀行間交易、對賬、清算等重大難題。

在銀行業務方面，區塊鏈技術可被應用於銀行價值鏈的各個環節，幫助公司銀行、零售銀行等諸多業務條線開拓新業務模式，降本增效的同時也可更有效地防範風險。

公司銀行：結合票據電子化、智慧合約等技術，基於區塊鏈的供應鏈金融業務模式正在被廣泛研究和應用。核心企業與其各級供應商的交易資訊將以可驗證的方式永久記錄在開放的分散式帳本中，使核心企業的信用可以有效傳遞至不同層級的供應商，降低因偽造交易等欺詐行為帶來的風險。

零售銀行：人們正在探索區塊鏈在資料存儲、身份識別、KYC等方面的應用。對於銀行來說，建立一個基於區塊鏈技術的資料共用和存儲平台，不僅可以節省紙質存儲帶來的成本和不便，還可使鏈上被授權各方即時掌握最新的客戶資料資訊，提升風險評分和反洗錢的工作成效，降低符合法規成本。

貨幣系統：各國央行正在測試區塊鏈數位貨幣技術，一旦推廣，使用者將共有貨幣系統，可能形成全新的銀行市場。

證券業務方面，在證券市場中應用區塊鏈技術，可在證券發行、交易前、交易執行、交易後這四個環節降低代理仲介成本，提高交易後處理效率，甚至替代現有系統。

證券發行環節，現階段需要依賴仲介提供服務，而人為干預就存在道德和錯誤風險。在無法保證資訊透明的情況下，資訊收集、核對效率低且成本高。基於區塊鏈技術，可以在區塊鏈上發行證券，用區塊鏈連接投融雙方，必要資訊多方驗證，降低風險和成本。

交易前，現階段資訊收集和風險管理仍有較高成本。應用區塊鏈技術，市場參與方可以在區塊鏈上共用資訊，根據智慧合約條件共同驗證、選擇性開放，同時保證安全和降低成本。

交易執行和交易後，未來可以採用區塊鏈替代仲介進行交易和後處理，通過程式化認證，降低錯誤風險;減少中間環節、替代人為操作，降低處理成本。在增效方面，可以在區塊鏈上實現天然驗證、交割、記錄，參與各方共識驗證，交易資訊完全可追溯、不可篡改、對監管開放，避免居間增信引起的效率降低。

4. 團結力量大 Chiplets滿足高效低成本設計
資料來源：新電子
AI、自動駕駛、5G等新興應用且皆須使用高速運算、高速傳輸、低延遲、低耗能的先進功能晶片。然而，在製程微縮技術只有少數幾家晶圓代工、IC製造業者可發展的情況下，異質整合(Heterogeneous Integration Design Architecture System, HIDAS)成為IC晶片的創新動能，Chiplets(小晶片)便趁勢崛起，成為半導體產業熱門話題。

益華(Cadence)產品市場總監孫自君表示，人工智慧(AI)與5G快速興起，相關應用陸續浮現，成為推動半導體產業未來成長的重要動力。這些應用皆需採用高速運算、高速傳輸、低延遲、低耗能的先進功能晶片。不過，製程微縮技術變得愈來愈困難，例如為了因應各式AI應用，晶片需更高的運算效能，這使得處理器核心數量、所搭配的記憶體容量、I/O數目都急速增加，要整合的元件數量越來越多，即便是使用先進製程，要將晶片尺寸更進一步縮小仍是十分吃力。

孫自君進一步說明，即便成功小型化之後，仍還有許多要素須考量，例如功耗、散熱等。小型化意味著將各種元件整合在一起，進行運算時所產生的熱能要如何有效的散熱是一大關鍵，因為熱會影響元件電性能力；另外，要達到更好的運算效率，也意味著功率損耗愈多。換言之，晶片小型化要兼具效能、體積、低功耗、散熱等多種要素，要在這麼小的空間實現這麼多(或是做更多)的事情；若再從IP的角度思考，要將各式各樣的IP(如記憶體IP、微控制器IP、類比線路IP等)整合在一起，接著各種組合試算和驗證，所以，晶片微縮過程可說既精密又複雜，也使得造價變得更加昂貴。

孫自君指出，業者都是追求獲利，而如何降低成本是最基本的考量，在隨著晶片微縮變得越來越複雜、價格也越來越高，業者也會開始思考，究竟是不是所有晶片都需要小型化，畢竟不是所有公司都有能力投入，也不是所有應用都需要非常高的運算效能，也因此， IC設計業、晶圓代工、封裝業者轉向發展晶片小型化外的製程技術，Chiplets的概念及方式也因而開始受到關注。

不過，要實現Chiplets系統也非輕而易舉，畢竟還是由許多晶片組成，因此在設計上仍會有許多挑戰。益華指出，使基於Chiplets成功的其中一項關鍵是確保中介層和封裝的設計正確，這些中介層將被多個高速訊號、時鐘、數據總線和地址通道填滿，才得以使訊號和電源完整性成為正確運行的必要條件。

為此，Cadence備有Sigrity/Clarity與Voltus工具，可以協助設計人員進行訊號完整性和電源完整性分析。此一工具其中一項明顯優勢是包含兼顧電源的提取和分析，這對於緊密封裝且基於Chiplets的系統中獲取正確結果十分重要；因為在Chiplets系統中，訊號反射、串擾和同步開關噪聲很容易受到中介層電源網路中電源和接地阻抗的影響。

而除了Sigrity，Cadence也還具有Virtuoso System Design Platform平台，該平台從電性感知布局演進至首創電性和模擬驅動布局，以確保電路完整性及效能。此一模擬驅動布局可有效解決關鍵電路和先進節點設計上的許多電子遷移(EM)和寄生問題；簡而言之，該產品可供系統工程師無縫編輯並分析複雜度高的異構系統，並讓封裝、光電、類比IC和RF IC工程師在單一平台上作業。

5. 羅德史瓦茲：5G垂直應用與資安挑戰將是重要課題
資料來源：CTimes
全球行動通訊技術在短短十多年間快速演進，當4G逐漸遍及全球的同時，新一波的5G浪潮早在數年前已醞釀而生，透過新的頻寬開發及延展，未來的5G世代將引領我們迎向一個更快速、更便利的世界。因此，在5G正式商轉前，電信營運商、晶片製造商及行動裝置廠商皆積極投入大量資源搶先佈局。羅德史瓦茲在2019 R&S年度科技論壇中，特別請來電信研究中心、工研院以及台灣諾基亞等合作夥伴，共同探討5G相關產業的現況及趨勢。

財團法人電信技術中心副執行長林炫佑指出，行動通訊產業鏈的演變，從過去3G與4G的數據應用（例如資料儲存、雲端服務等），到了5G將成開啟全垂直應用領域，包括創新應用技術（如AI），到大規模數據與多接取邊緣運算（MEC）等。目前5G網路的終端設備包括毫米波基地台、Massive MIMO(多重輸出與輸入)天線等，而接取方式包括5G NR技術，4G與5G雙連線（EN-DC）、非3GPP網路功能接取，以及非地面網路布建等。新技術功能包括SBA網路架構、網路功能虛擬化、網路切片與行動邊緣運算。而新應用情境則包括增強型行動寬頻、大規模機器型通訊、以及可靠與低延時通訊等。

林炫佑說，5G垂直應用將可激發需求，並創新應用，例如實現先進的影音技術、智慧治理（B2G-企業和政府）、URLLC(超可靠度和低延遲通訊)應用（B2B-企業間），以及創新技術如精準預測、虛實整合、安全服務等。當然，在這些理想真正實現之前，5G實際上還得面對不少的挑戰，包括目前缺乏有效提升投資報酬率的方案，而垂直領域廠商尚未將5G納入研發範疇。另外，5G與當前各種垂直領域設備之相容性與互通性仍有待驗證。而垂直領域廠商也必須與5G營運商或新創公司展開新的合作模式。而5G垂直應用將會與外部資源連線，因此垂直領域可能會缺乏專家來確保資訊安全與數據的保護工作。事實上，現階段5G垂直應用與資安挑戰將是一個重要課題。四大方向包括威脅建模、漏洞檢測、滲透測試與影響分析等，都能夠讓企業及早為5G可能伴隨的資安風險做好準備。

6. 售筆電抽檢 20件受測品6件不合格
資料來源：中央社
標檢局抽檢20件市售筆記型電腦，發現6件在外觀比對或標示上不合規定，其中LG及ASUS受抽檢商品的筆電鍵盤與登錄外觀照片不符，若限期未改正，將遭廢止該型式商品驗證登錄。

經濟部標準檢驗局上半年針對市售筆記型電腦加強市場檢查，從國內各大賣場、網路拍賣及零售商等販售通路隨機購樣10種品牌共計20件樣品進行檢測，發現2件「外觀比對」項目不符合，「標示查核」項目則有4件不合格。

標檢局表示，20件抽檢樣品在品質檢測的「傳導干擾試驗」與「輻射干擾試驗」全數符合規定。但在「外觀比對」項目上LG的gram筆記型電腦與ASUS筆電因鍵盤部分與原證書所登錄商品外觀照片比對不符，廠商應申請而未申請核准。

標示查核部分，則有4件在「RoHS含有標示」上不符合規定，其中hp、Lenovo、華為受抽檢商品的中文使用手冊上RoHS含有標示內容，經比對與原證書登錄技術文件不符，廠商應申請而未申請核備，微星受抽檢商品則是商品網頁公布的RoHS無對應型號資訊。

標檢局表示，已要求「外觀比對」不符合規定業者限期申請核准改正，屆期未改正者將廢止該型式商品驗證登錄。「標示查核」不符合規定者也限期改正，屆期未改正者將處以罰鍰，並廢止該型式商品驗證登錄。

標檢局提醒，消費者選購筆電時應購買貼有「商品檢驗標識」及清楚標示廠商名稱、地址及型號等資訊的產品，並按照說明書使用，若有故障現象發生，應送至廠商指定維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理，若消費者拆解原廠產品將導致產品安全風險或喪失保固。

7. 新版IEC標準公布
資料來源：IEC
IEC 60079:2019 SER-爆炸環境-所有部分
IEC 61857-32:2019-電氣絕緣系統-熱能評估程序-第32部分：在診斷測試期間增加之因素的多動因素評估
IEC TR 63216:2019-低電壓開關與控制器-開關和控制器與其配件的電磁相容評估
IEC 60335-2-84:2019-家庭用與類似電器-安全性-第2-84部分：用於廁之電器的特殊要求
IEC 60364-7-701:2019-低電壓電氣裝置-第7-701部分：特殊裝置或場所的特殊要求-包含浴缸或淋浴的場所
IEC 60118-13:2019-電聲學-助聽器-第13部分：移動數位無線設備之電磁抗擾性的量測要求與方法
IEC TR 60286-7:2019-自動處理的零件封裝-第7部分：用於小型化零件的大量泡鼓包裝 
IEC/IEEE 62582-6:2019-核電廠-重要安全性儀器與控制-電氣設備條件監控方法-第6部分：絕緣電阻
IEC 62430:2019-環境意識設計(environmentally conscious design, ECD)-原則、要求與指引

IEC 60794-1-23:2019-光纖-第1-23部分：一般規格-基本光纖測試程序-線纜元素測試方法
IEC 62885-9:2019-表面清潔電器-第9部分：商業用帶有或不帶有牽引機構之地面處理機-性能測試方法
IEC 62841-3-9:2019 PRV-電動手持工具、可移動工具與園藝用機具-安全性-第3-9部分：可移動斜切鋸的特殊要求
IEC 60601-2-66:2019-醫療電氣設備-第2-66部分：助聽器與助聽系統之基本安全與必要性能的特殊要求
IEC 63145-22-10:2019 PRV-眼鏡顯示器-第22-10部分：對AR型式的特定量測方法-光學特性
IEC TS 63050:2019-輻射防護儀器-游離輻射脈衝場的劑量計
ISO 80079-36:2016/COR1:2019-勘誤1-爆炸環境-第36部分：用於爆炸環境非電氣設備-基本方法與要求
IEC 61169-61:2019 PRV-射頻連接器-第61部分：具Q4.1-9.5系列快鎖接頭其外導體內徑為9.5mm的RF同軸連接器其分項規格
※如需購買IEC或其它國際標準，可洽國內代理銷售單位電機電子環境發展協會※
※詳情請見該會網站：http://www.ced.org.tw/Standard.aspx※
8. 教育訓練資訊：
(1)英商勞氏檢驗
課程名稱：IRCA ISO 45001:2018主任稽核員轉版 
時間及地點：108年12月3日~4日 台北
報名方式：線上報名

詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐

課程名稱：IATF 16949:2016 內部稽核員 
時間及地點：108年12月18日~20日 高雄

報名方式：線上報名

詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐

(2)TUV NORD

課程名稱：QC 080000:2017內部稽核員訓練
時間及地點：108年12月26日~27日 台中

109年4月22日~23日 高雄

109年4月29日~30日 台中

109年6月29日~30日 台北

報名方式：線上報名或回傳報名表

報名網頁：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=31
詳情請洽：(02)2378-0578分機52或ciyang@tuv-nord.com楊小姐
課程名稱：QC七手法活用
時間及地點：109年2月19日 台北
109年4月16日 台中

109年6月17日 高雄

報名方式：線上報名或回傳報名表

報名網頁：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=67
詳情請洽：(02)2378-0578分機52或ciyang@tuv-nord.com楊小姐
 (3)TÜV Rheinland
課程名稱：ISO 9001 : 2015品質管理系統內部稽核員訓練

時間及地點：108年12月3日~5日 台北

報名方式：線上報名

報名網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=1814&language=zh-TW
詳情請洽：(02)2172-1133或Joyce.Wu@tuv.com吳小姐

課程名稱：IRCA認可ISO9001:2015品質管理系統主任稽核員培訓課程
時間及地點：108年12月16日~20日 台北

報名方式：線上報名

報名網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=1813&language=zh-TW
詳情請洽：(02) 2172-1197或mira.chen@tuv.com陳小姐

(4)DQS
課程名稱：IATF 16949:2016 內部稽核人員訓練
時間及地點：108年12月25日~27日 新竹

報名網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=940CB5CD83E305BF
詳情請洽：(04) 2528-8761~23或hazel.chen@dqs.tw陳小姐
(5)TÜV SÜD
課程名稱：IECQ QC 080000:2017 電機、電子及產品有害物質過程管理系統 內部稽核員訓練
時間及地點：109年3月25日~26日 台北
109年3月25日~26日 台中

詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw  林小姐
課程名稱：量測儀器校驗管理
時間及地點：109年1月14日 台北

109年2月17日 台中

109年3月16日 高雄

109年4月14日 台北

詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw林小姐
(6)DNV(GL
課程名稱：QC 080000:2017內部稽核員研習課程
報名方式：線上報名

詳情請洽：(02)8253-8117張小姐
課程名稱：ISO 50001內部稽核員訓練課程
報名方式：線上報名
詳情請洽：(02)8253-8117張小姐
 (7)工業技術研究院
課程名稱：新版ISO/IEC 17025：2017 新增要求簡介
時間及地點：109年1月31日 新竹

報名方式：線上報名

報名網頁： cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=D917F58F0B6D6E05
詳情請洽：(03)5743-706 陳小姐
課程名稱：實驗室主管訓練班(2017年新版)
時間及地點：109年2月13日~14日 新竹

報名方式：線上報名

報名網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=DBD2A263C4F1A9BD
詳情請洽： (03)5743-705 曾小姐、(03)5743-706 陳小姐
※實際課程、會議與研討會資訊請以各主辦機構公布為準※
9. 國內IECQ驗證機構(CBs)：
目前登錄在IECQ可在我國CTECCB(中華民國電子零件認證委員會)執行IECQ驗證稽核之驗證機構(CB)及其認可稽核項目如下：
AFNOR:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
ARES:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
BSI: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)、航太電子認可(ECMP)、反仿冒認可(CAP)
DEKRA:獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
DNV(GL:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP) 、反仿冒認可(CAP)
DQS:IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)及產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
LCIE BV: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、產品認可(QA、CA)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)
LR Taiwan:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
SGS:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)
TUV NORD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV Rheinland:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV SÜD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
IECQ組織認可之可靠性獨立試驗室:財團法人台灣電子檢驗中心(ETC)、閎康科技股份有限公司
首頁照片來源：網路-公眾領域授權
※如有需要參閱本期之前的NEWS可至本會網站查閱※
中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)

Tel:(02)23911627  Fax:(02)23419447

e-mail: cteccb@ms18.hinet.net
Web:http://www.cteccb.org.tw/[image: image1.png]
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